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The card has a flat plastics body (5) with at least one flat opening (8) in one of its major surfaces, receiving 
a surface-mounted device component (1 ^ contacted by 3-dimensional conductor paths (3) extending to 
the edge of the reception opening provided via moulded interconnect device technology. The component is 
mechanically supported within the reception opening via the projecting terminal lugs (7) contacting the 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

@ Datentragerkarte und Verfahren zu deren Herstellung 

(57) Zum vereinfachten und kostengunstigen Aufbau einer 
Datentragerkarte besteht diese aus drei Grundbausteinen. 
Der Kartenkorper (5) ist in MfD-Technik hergestellt und mit 
alien Funktionen des Gehauses und der Elektrik, wie bei- 
spielsweise Leiterbahnen (3) ausgestattet. Das verwendete 
Halbleiterbauelement (1) ist ein SMD-Bauelement in TSOP- 
Ausfuhrung. Das beschriebene System kenn auch Chipgro- 
Ben von mehr als 25 mm 2 enthalten. 
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Beschreibung mung, Warmeabfuhr, elektrische Verdrahtung unci Ver- 

bindungsfunktion erfiillt. Eine allgetneine Obersicht 

Die Erfindung bctrifft eine fl&chig ausgebildete Da- Qber diese Technik bietet der Artikel 'Integration mit 

tentragerkarte mit mindestens einem Chip, der auf der SIL-Technik" Luc Boone, . . .; Siemens-Zeitschrift Speci- 

Karte montiert ist und mit mehreren auf der Karte vor- 5 al FuE, Herbst 1992, Seite 4 bis 9. 

handenen Leiterbahnen elektrisch verbunden ist, die ei- Weitere Literaturstellen zur Herstellung dreidimen- 

ne Kontaktierung von der Datentragerkarte nach au- sionaier Leiterbahnstrukturen sind beispielsweise die 

Ben hin ermoglichen. deutsche Offenlegungsschrift DE 37 32 249, die europi- 

Im Stand der Technik sind eine Vielzahl von transpor- ischen Patentanmeldungen EP 0 645 953 und 

tablen Halbleiterspeicher- und Verarbeitungsmedien 10 EP 0 647 089. 

bekannt Der Aufbau und die Ausstattung mit unter- Wie bereits angedeutet, besteht ein wesentlicher 

schiedlichen Chips ist vielfiltig. Die bekannten Chipkar- Nachteil bei der' Herstellung einer Datentragerkarte mit 

ten bestehen Qblicherweise aus einem Modul und einem einem Chip darin, daB ein Zwischenschritt Qber den Ein- 

Kartenrohling, der eine Vertiefung aufweist, in die ein satz eines Tragers, beispielsweise aus Metall oder aus 

Modul eingesetzt wird. Jedes Modul besteht aus einem 15 Leiterplattenmaterialien, notwendig ist Sorait wird im 

Triger, beispielsweise aus Glas/Epoxi-Material, aus la- Stand der Technik bisher durchweg der Einbau eines 

miniertem Epoxid oder aus Polyester, wobei der Trager Chips mit einem ChiptrSger, wodurch ein Modul gebil- 

gegenflberliegend Goldkontakte und Halbleiterchips det wird, in einen kartenformigen Kunststoffkorper zur 

aufweist, die gegenseitig kontaktiert sind Herstellung einer Datentragerkarte beschrieben. 

Weitere Ausfflhrungen von Datentrigerkarten bein- 20 Elektronische Bauelemente (Chip) in SMT-Bauweise 

halten einen Trager, eine Leiterplatte, der mit irgendei- sind hinlanglich bekannt Die Abkurzung SMT steht fflr 

nem Halbleiterchip belegt ist-Dieser Chip kann auf ir- Surface Mounted Technology. Diese Bauelemente sind 

gendeine Art und Weise an dem Trager befestigt und mittlerweile mit sehr geringer Bauhohe auf dem Markt 

verschaltetsein. Diese als IC-Modul bezeichnete Einheit erhaltlich. Dabei werden die AuBenanschluBelemente 

wird, wie oben beschrieben, in einen Kartenkorper ein- 25 zur elektrischen Kontaktierung in Form von verschie- 

gebaut, wodurch die Datentragerkarte entsteht denartig geformten AnschluBbeinchen oder auch als 

Ein mit der Zeit zunehmend wichtiger Nachteil be- Lotkugelraster dargestelit Die Chips sind in dieser 

steht in der Verwendung eines Tragers. Dieses erfordert Technologie vollstandig mit einer Kunststoffmasse urn- 

eine bestimmte Anzahl von Verarbeitungsschritten bei geben bzw. umspritzt 

der Fertigung, sowie Material, verbunden mit entspre- 30 Zur Herstellung einer Chipkarte liegen bestimmte 

chenden Kosten. Normen vor wie beispielsweise eine ISO-Norm oder 

Eine Chipkarte aus dem Stand der Technik wird bei- der PCMCIA-Standard. Teilweise ist die Chipkarteri- 

spielsweise in der amerikanischen Patentschrift US herstellung, wenn sie einer Norm entsprechen soli, nicht 

5,289,349 beschrieben. mehr moglich, wenn die flachige Abmessung des Bau- 

Des weiteren ist im Stand der Technik die Ausbildung 35 elementes mehr als 25 mm 2 ausmacht In der Regel wer- 
von dreidimensionalen Leiterpiatten bzw. von dreidi- den bisher Chipkarten auch mit groBen Halbleiterbau- 
mensional ausgebildeten Leiterbahnen oder insbeson- steinen und unter Umstanden mit aufwendigen Schal- 
dere die MID-Technik bekannt MID ist die AbkQrzung tungen als bestuckte Leiterpiatten oder Baugruppen in 
fur Molded Interconnect Device (spritzgegossene ver- Metall- oder Kunststoffgehausen, meist unter Verwen- 
schaltete Vorrichtung). Derartige Vorrichtungen wer- 40 dung von weiteren Bauteilen, wie Steckverbindungen 
den in der Regel aus Thermoplasten, insbesondere oder Versteifungen, montiert. Derartige Karten haben 
hochtemperaturbestandigen Thermoplasten, herge- jedoch Abmessungen von bis zu 10 x 10 cm. 
stellt, auf die durch verschiedene Verfahren dreidimen- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Kar- 
sionale Leiterstrukturen aufgebracht werden. Der Be- tenaufbau einer Datentragerkarte zu vereinfachen, ins- 
griff dreidimensional bedeutet in diesem Zusammen- 45 besondere die Bestandteiie zu minimieren, sowie das 
hang, daB die Leiterbahnen nicht nur in einer Ebene Herstellungsverfahren mit weniger Arbeitsschritten 
verlaufen, sondern sich auch in die dritte raumliche Di- und kostengiinstig zu gestalten. Die Losung dieser Auf- 
mension erstrecken. In diesem Zusammenhang sind gaben erfolgt durch die Merkmale des Anspruches 1 
zwei Artikel zu nennen. "Dreidimensionale Leiterplat- bzw. des Anspruches 8. 

ten", H. Schaaf, Faller und Zwick, Stuttgart; Feinwerk- 50 Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den UnteransprQ- 

technik und MeBtechnik 97 (1989) 5, Carl Hanser Verlag chen zu entnehmen. 

Munchen 1 989; High Temperature Thermoplastic Sub- Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB eine 

strate having a Vaccuum Deposited Solderable Electri- Datentragerkarte lediglich aus drei Bauteilen zusam- 

cal Conductor; D. W. Dorinski; Motorola Technical De- mensetzbar ist, namlich dem Kartenkorper aus einem 

velopments;13(l991)Juli,Schaumburg,Dlinois,USA). 55 Kunststoff-Metallverbund, dem Chip in SMD bzw. 

Zur MID-Technik ist allgemein zu sagen, daB standar- SMT-Bauweise und einer Schutzschicht Der Karten- 

disierte Aufbau- und Verbindungskomponenten fur den kdrper besteht aus Kunststoff und ist mit in MID-Tech- 

Zusammenbau elektronischer Gerate die Nutzung vie- nik (Molded Interconnect Device) hergestellten dreidi- 

ler Einsatzmoglichkeiten der Mikroelektronik behin- mensionalen Leiterbahnstrukturen versehea Durch die- 

dern. Lange Signalverbindungswege begrenzen die eo se Strukturen wird der Kartengrundkorper mit alien 

Verarbeitungsgeschwindigkeit Mit der MID-Technik Funktionen des Gehauses und der Elektrik dargestelit, 

ist eine weitere Miniaturisierung von elektronischen wie beispielsweise Steifigkeit, Biegbarkeit, elektrische 

GerSten moglich. In die dreidimensionalen Kunststoff- und elektronische Abschirmung usw. Dazu gehSren die 

teile mit strukturierter Metallisierung sind mehrere me- Steckverbindung zu einem Datenverarbeitungsgerat, 

chanische und elektrische Funktionen integrierbar. Die 65 die Handhabung und Einsteckhilfe, die Trager und 

Gehausetragerfunktion kann gleichzeitig Fuhrungen Schutzfunktion fur ein elektronisches Bauelement und 

und Schnappverbindungen mitbeinhalten, wahrend die das elektrische Leitsystem, Der Chip ist beispielsweise 

Metallisierungsschicht elektromagnetische Abschir- als TSOP (Thin Single Outline Packet) ausgefuhrt Die 
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Schutzschicht kann beispielsweise eine bedruckte satze 4 auf. Diese dienen zur Lagerung, als Fugehilfe 

Kunststoffolie sein. und zur Fixierung innerhalb des Kartenkdrpers 5. 

Im folgenden wird anhand der schematischen Figuren Die Fig, 1 zeigt deutlich die drei wesentfichen Be- 

ein Ausfuhrungsbeispiel beschrieben. standteile der erfindungsgemaBen Datentragerkarte. 

Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung des Aufbaues 5 Die Datentragerkarte besteht aus dem SMD-Bauele- 

eines DatentrSgers nach der Erfindung, ment 1, das standardmaBig als TSOP-Ausfuhrung er- 

Fig. 2 zeigt einen Kartenkdrper mit einer Vertiefung haltlirh ist Der Kartenkdrper 5 besteht aus einem 

und einer darin liegenden Aussparung, in die das elek- spritzgegossenen Kunststoff mit dreidimensional darauf 

tronische Bauelement eingebaut ist, ausgebildeten Leiterbahnen 3. Die Schutzfolie 2 kann 

Fig. 3.1 bis 3.4 zeigen eine teilweise geschnittene Sei- to ein- oder beidseitig aufgetragen werden, wobei die 

tenansicht einer Datentragerkarte in Explosionsdarstel- Kontaktierung der Leiterbahnen 3 nach auBen hin ge- 

lung oder in zusammengebauter Form. wihrleistet sein muB. 

Der Kartenkorper 5 wird vorzugsweise aus Duro- Die Fig. 2 zeigt ebenfalls einen Kartenkdrper 5, der 

oder Thermoplast hergestellt Er besitzt eine m6glichst eine Aussparung 8 aufweist In der Aussparung 8 ist ein 

paBgenaue Aussparung 8 zur Aufnahme eines SMD- ts SMD-Bauelement 1 kopfuber positioniert und liegt auf 

Bauelementes 1. Diese Aussparung kann im spritzge- den Oberseiten der auBeren Enden seiner AnschluB- 

gossenen Kartenkdrper 5 ais Vertiefung oder als Durch- beinchen 7 auf. Die Auflagen konnen entweder Enden 

gang ausgebildet sein. Die Leiterbahnen verlaufen von Leiterbahnen 3 sein oder lediglich Auflagepunkte 

raumlich, d. h. sie verlaufen nicht nur in einer Ebene, auf dem Kartenkdrper 5. Das Bauelement wird mecha- 

sondernerstreckensichauchindiedrittel>imension,die 20 nisch gehalten und elektrisch beispielsweise uber Ld- 

der Dicke des Kartenkdrpers J entspricht Die Leiter- tungen an den Kontakt- oder Auflagepunkten elektrisch 

bahnen verlaufen raumlich im Kunststoff und sind an verbunden. 

den Stellen, an denen die AnschluBbeinchen 7 der SMD- Um sicherzugehen, daB keinerlei Teile des SMD-Bau- 

Bauelemente 1 aufliegen, d. h. am Rand der Aussparung elementes 1 uber eine Hauptflache des Kartenkdrpers 5 

8, derart abgesenkt, daB das SMD-Bauelement 1 bQndig 25 hinausstehen, ist in Fig. 2 zusttzlich eine Vertiefung 6 

mit der KartenoberflSche abschlieflt Dabei ist das eingebracht, die die Aussparung 8 lateral ungefahr 

SMD-Bauelement t kopfUber eingebaut Durch einfa- gleichmaBig umgibt Somit konnen Teile der AnschluB- 

ches seiektives Verbinden, wie beispielsweise BQgelld- beinchen 7 innerhalb der Vertiefung 6 durchaus noch 

ten oder Ldtkleben, kann die elektrische Verbindung nach oben vorstehen. Durch die Absenkung der Vertie- 

von Bauelement und Kartenkorper zeitgleich mit dem 30 fung 6 relativ zur Hauptflache des Kartenkdrpers 5 wer- 

Bestuckungsvorgang erfolgen. An den Kontaktstellen den diese iiberstehenden Teile jedoch insgesamt soweit 

zum Abspielsystem/Datenverarbeitungsgerat, also am abgesenkt, daB sie nicht mehr uber die Hauptflache des 

auBeren Kartenrand, ist das Schaltungssystem, die Lei- Kartenkdrpers 5 hinausstehen. 

terbahnen, bundig mit der Oberflache des Kunststoff- Die Leiterbahnen 3 werden in ahnlicher Weise ge- 

kdrpers 5 ausgebildet Die Kontaktekdnnen dabei oben, 35 fuhrt wie in Fig. l.InFig. 2 wird jedoch deutlich, daB die 

vorne am Rand (an der Schmalseite des Kartenkdrpers Leiterbahnen 3 wesentliche Hdhenniveauunterschiede 

5) und unten oder auch oben und unten an der Oberfla- uberbriicken miissen. Dies wird durch die MID-Technik, 

che zur Kontaktierung freiliegen. Mit einem flachen beispielsweise durch ein HeiBprageverfahren kosten- 

Deckel 9 werden mdgiichst samtliche Offnungen oder gunstig ermdglicht 

Unebenheiten verschlossen. Weiterhin konnen Pro- 40 Die Ausbildung der AnschluBbeinchen 7 unterschei- 
duktinformationen oder Werbespots aufgetragen sein. det sich in den beiden Fig. I und Z In Fig. 2 sind allge- 
Das Aufbringen eines Deckels 9 kann durch Kleben, mein bekannte SMD- AnschluBbeinchen dargestellt, die 
VerschweiBen, Kohasion fester Korper, Laminieren und durch eine Art Doppelknick ausgebildet werden. In 
andere Verbindungstechniken erfoigea Fig. 1 werden AnschluBbeinchen 7 dargestellt, die modi- 
Die Fig. 1 zeigt in Explosionsdarstellung eine mit ei- 45 fiziert sind. Ihre Gestalt ahnelt einem 90°-MetallwinkeL 
nem Haibleiterbauelement bestuckte Datentragerkarte. Die AnschluBbeinchen 7 in Fig. 1 sind ebenfalls an den 
Das Haibleiterbauelement ist ein sogenanntes SMD- Schmalseiten des SMD-Bauelementes 1 angebracht Sie 
Bauelement 1 zur Oberflachenmontage. Derartige Bau- liegen mit einem Schenkel des 90°-Winkels an der 
elemente weisen an ihren Schmalseiten eine Vielzahl Schmalseite an und sind elektrisch wie iiblich nach innen 
von metallischen AnschluBbeinchen auf, die entweder 50 hin geschaltet, wobei der zweite Schenkel des 90° -Win- 
J-formig auf die Unterseite des Bauelementes gebogen kels senkrecht von der Schmalseite wegsteht und als 
sind oder von der Schmalseite eines Bauelementes nach Auflage innerhalb des Kartenkdrpers 5 dient. Es ist auch 
auBen ragen und einen zweifachen jeweils ungefahr 90° denkbar, daB die AnschluBbeinchen 7 lediglich durch ein 
betragenden Knick aufweisen. Letzteres bedeutet, daB senkrecht aus einer Schmalseite herausstehendes Me- 
ein an seinem Einbauplatz aufgesetztes SMD-Bauele- 55 tallteil jeweils dargestellt werden. Die Ausfiihrung der 
ment auf dem nach unten iiberstehenden AnschluBbein- AnschluBbeinchen 7 in Fig. 1 ermdglicht eine paBge- 
chen aufliegt ErfindungsgemaB wird ein derartiges naue Positionierung des SMD-Bauelementes 1 inner- 
SMD-Bauelement 1 kopfiiber in die Aussparung 8 des halb der Aussparung 8. Die Aussparung 8 ist in Fig. 1 als 
Kartenkdrpers 5 eingebaut, so daB AnschluBbeinchen, Durchgang ausgebildet. 

die normalerweise mit einem Doppelknick nach unten eo Die Erfindung bietetinsbesonderefolgende Vorteile: 

uberstehen, auf den Oberseiten ihrer auBeren Enden Der Chip kann in einem Standardgehause eingebaut 

aufliegen. Das Bauelement soil einschlieBIich der An- sein. Dies bedeutet, daB ein giinstiges Packet mit hohem 

schluBbeinchen7inderoderdenHauptflSchendesKar- Chipschutz und klarer Qualitatsschnittstelle verwend- 

tenkdrpers 5 versenkt sein, wozu die Leiterbahnen 3 an bar ist. Der Einbau des Chips kann jedoch auch in ande- 

den Auflageorten der AnschluBbeinchen 7 entspre- 65 re Systeme vorgenommen werden, wie beispielsweise 

chend abgesenkt sind. Auf der Schmalseite des SMD- auf Leiterplatten. 

Bauelementes 1, die den AnschluBbeinchen 7 gegen- Die Chipmontage ist kostengunstig aufgrund eines 

flberliegt, weist das in Fig. 1 dargestellte Teil zwei An- einfachen Ldtverfahrens. 
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Der Kartenkorper ist ein sehr einfach herzustellendes 
Kombiteil, welches durch Umspritzen der Leitungen 
oder durch HeiBpragen herstellbar ist 

Die Kartendicke kann entsprechend der Hdhe des 
SMD-Bauelementes 1 sehr gering ausgefiihrt werden. 5 
Derzeit erreichbar ist eine Aufbauhohe von 1,1 mm. 
Oiese Hdhe setzt sich zusammen aus 1,0 mm fUr das in 
Form einesTSOP-gehausten SMD-Bauelementes I und 
der doppelten Abdeckung mit 2 x 0,05 mm Dicke. 

Die Einfachheit des Herstellungsverfahrens gewahrt 10 
eine hohe Flexibilitat bei der Auslegung der Fertigungs- 
kett?, den eingesetzten Einzelheiten bzw. bei der Wahl 
des Montagesystems. Die Montage ist per Hand oder 
auch in einem Automaten mdglich. 

Die Karte kann gestapelt und im Stapel elektrisch mit 15 
anderen durchkontaktiert werden, da die Kontakte auf 
beiden Seiten der Karte liegen konnen und sich bei 
Verwendung geeigneter Materialien zum Ausgleich von 
Toleranzen gegeneinander federnd bewegen lassen. Mit 
der Erfindung ist auch der Einsatz von Chips, die groBer 20 
als 25 mm 2 sind, in einer beschriebenen Datentragerkar- 
te mOglich. 

Die Fig. 3.1 und 32 zeigen eine Datentragerkarte be- 
stehend aus einem KartenkSrper 5 mit einer Ausspa- 
rung und mit dreidimensional ausgebildeten Leiterbah- 25 
nen 3. In der geschnittenen Seitenansicht ist in Fig. 3.1 
eine Explosionsdarstellung mit den entsprechenden Ein- 
zelteilen zu erkennen. In Fig. 3.2 ist die Datentragerkar- 
te f ertig montiert 

Die Fig. 33 und 3.4 zeigen die Bestandteile bzw. die 30 
zusammengebaute Datentragerkarte, bei der ein Dek- 
kel 9 zum Einsatz kotnmt In Fig. 33 sind die Leiterbah- 
nen 3 und das SMD-Bauelement 1 bereits positioniert 
Der Deckel 9 ist zur Verdeutlichung noch beabstandet 
In Fig. 3.4 ist das Bauelement 1 mit seinen AnschluB- 35 
beinchen 7 durch den Deckel 9 geschfltzt Die Leiter- 
bahnen 3 sind zum auBeren Rand der Karte hin derart 
gefuhrt, daB sie die Karte an deren Schmalseite umfas- 
sen, so daB ein zwei- bzw, dreiseitiger Kontakt durch die 
entsprechende Fuhrung der Leiterbahnen 3 ausgebildet 40 
wird. 

Patentanspruche 

1. Datentragerkarte bestehend aus: 45 

— einem flachigen Kartenkdrper (5) aus 
Kunststoff mit mindestens einer in einer 
Hauptflache des Kartenkorpers (5) vorhande- 
nen flachigen Aussparung (8), 

— mehreren auf dem Kartenkorper (5) zur 50 
elektrischen Verbindung von elektronischen 
Bauelementen (1) mit AuBenkontaktelemen- 
ten dreidimensional ausgebildeten Leiterbah- 
nen (3), die sich einseitig bis unmittelbar an den 
Rand der Aussparung (8) erstrecken, 55 

— einem in einer Aussparung (8) Qber Kopf 
eingebauten SMD-Bauelement (1) mit An- 
schluBbeinchen (7), die mit ihrer Oberseite mit 
den korrespondierenden Enderi der Leiterbah- 
nen (3) kontaktiert sind und die mechanische 60 
Halterung des SMD-Bauelementes (1) in der 
Aussparung (8) durch die AnschluBbeinchen 
(7) und/oder durch mehrere Ansatze (4) ge- 
schieht, indem AnschluBbeinchen (7) und An- 
satze (4) zumindest an zwei gegenuberliegen- 65 
den Schmalseiten vorhanden sind, wobei so- 
wohl Hauptflachen des SMD-Bauelementes 
(1), als auch die AnschluBbeinchen (7) bundig 
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mit der Hauptflache des Kartenkorpers (5) ab- 
schlieBen oder in der Aussparung (8) versenkt 
sind. 

Z Datentragerkarte nach Anspruch 1, worin auf der 
Datentragerkarte eine ein- oder beidseitig aufge- 
brachte Schutzfolie (2) zum Schutz gegen mechani- 
sche, thermische, chemische und elektrische Ein- 
fliisse vorgesehen ist 

3. Datentragerkarte nach Anspruch 1, worin die 
AnschluBbeinchen (7) an Schmalseiten des SMD- 
Bauelementes (1) als 90° Winkel ausgebildet sind, 
wobei die jeweils senkrecht nach auBen abstehen- 
den Schenkel davon mit den Leiterbahnen (3) kon- 
taktiert sind. 

4. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQche, worin der UmriB der Aussparung 
(8) paBgenau zum UmriB des SMD-Bauelementes 
(1) ausgebildet ist 

5. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, worin die Aussparung (8) ein 
Durchgang ist 

6. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQche, worin zusatzlich zur Aussparung 
(8) eine zu dieser ungefahr konzentrisch angeord- 
nete Vertiefung (6) vorhanden ist, um AnschluB- 
beinchen (7) in die Hauptflache des Kartenkdrpers 
(5) abzusenkea 

7. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQche, worin die Schutzfolie (2) mit opti- 
schen Informationen versehen ist 

8. Verf ahren zur Herstellung einer Datentragerkar- 
te nach einem der Anspruche 1 bis 6, worin der aus 
einem Duroplast oder Thermoplast bestehende fia- 
chige Kartenkorper (5) mit einer Aussparung (8) 
und mit dreidimensional ausgebildeten Leiterbah- 
nen (3) in einem SpritzgieBverfahren hergestellt 
wird, daB SMD-Bauelement (1) Qber Kopf in der 
Aussparung (8) montiert wird und eine Schutzfolie 
ein- oder beidseitig auf gebracht wird. 
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